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Abstract (en)
[origin: ES8303126A1] An apparatus for melting and applying meltable adhesive, especially in combination with edge gluing machines for
continuously advancing work pieces, includes a melting chamber (4) for the meltable granular adhesive material. The melting chamber is equipped
with a heatable melting insert (5). A supply container (17) for the solid meltable granular adhesive material (18) is arranged to open into the melting
chamber (4). A power driven closure slide (13) is arranged between the melting chamber (4) and the supply container (17) for the granular adhesive
material. The closure slide (13) is operated in such a manner that filling the melting chamber (4) with granular adhesive material (18) is free of
trouble and the adhesive material may be properly processed without any difficulties, especially without any jamming.

Abstract (de)
Bei einer Schmelz- und Auftragsvorrichtung für Schmelzkleber, insbesondere bei Kantenanleimmaschinen für durchlaufende Werkstücke, ist eine
Schmelzkammer (4) mit einem beheizbaren Schmelzeinsatz (5) vorgesehen, in die ein Vorratsbehälter (17) für das feste Schmelzkleber-Granulat
(18) mündet. Zwischen Vorratsbehälter (17) und Schmelzkammer (4) ist ein kraftbetriebener Verschlußschieber (13) angeordnet, so daß ein
störungsfreies Füllen der Schmelzkammer (4) möglich ist und das Schmelzkleber-Granulat (18) einwandfrei verarbeitet werden kann.
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